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Resumo

OBJETIVO: Avaliar a elevagdo de temperatura de um fotopolimerizador de lampada halégena Optilux
401 (Demetron) e trés LEDs: LEDemetron I (Kerr), Bluephase (Ivoclar Vivadent) e Elipar Freelight
(3M ESPE). METODOLOGIA: Posicionando-se um termopar tipo-K sob um disco de dentina de
0,5 mm de espessura, verificou-se a elevac¢do de temperatura produzida pelos aparelhos durante a
fotopolimerizacdo do sistema adesivo Scothbond™Multi-Purpose (3M ESPE) e de um incremento de
2 mm de espessura da resina composta Filtek™Z350 (3M ESPE), fotopolimerizados por 20 e 40
segundos, respectivamente. RESULTADOS E CONCLUSOES: A ANOVA ¢ pés-teste de Bonferroni
(5% de significancia) mostrou que o LED Bluephase produziu os maiores valores de elevagio de
temperatura durante a polimerizacio do sistema adesivo (17,6°C), sendo estatisticamente similar ao
Optilux 401 (16°C). O menor valor foi registrado para o Elipar Freelight com 7,2°C no sistema adesivo
e 3,1°C na resina composta. A maior elevacio de temperatura foi durante a fotopolimerizacio da
resina composta (0,2°C) com o Optilux 401. A elevacio de temperatura registrada no sistema adesivo
foi estatisticamente maior que a da resina composta (p<0,001). O Elipar Freelight registrou o menor
valor de elevacdo de temperatura quando comparado aos demais aparelhos.

Palavras-chave: Adesivos dentindrios; Resinas compostas; Aparelhos fotopolimerizadores.
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Abstract

OBJECTIVES: The objectives of this work was to study the temperature increase induced by a
light-cured unit halogen Optilux 401 (Demetron) andd three LED light-curing units: LED
Demetron 1, Bluephase and Elipar Freelight. METHOD: The temperature increase was recorded
with a type-K thermopar, positioned under a 0.5 mm thick dentin disk during polymerization of
the adhesive system Adper™Scothbond Multipurpose and in increments of 2 mm thickness of
composite resin Filtek™Z350, polymerized for 20 and 40 sec respectively. The data were submitted
to ANOVA 1 way and Bonferroni post-test (5% significance). RESULTS and CONCLUSION:
The LED light-curing Bluephase produced higher temperature increase during the polymerization
of the adhesive system (17,6°C) being statistically same to the light-curing unit halogen Optilux
401 (16°C). The less temperature increase was recorded during polymerization adhesive system
(7,2°C) for Elipar Freelight and 3,1°C in the composite resin. The higher temperature increase
recorded during the polymerization of the composite resin reached 6,2°C for Optilux 401. The
temperature increase recorded in the adhesive system was statistically higher than recorded during
the polymerization of the composite resin (p < 0,001). The Elipar Freelight with less irradiance

recorded the less temperature increase, where compared with other light-curing units selected.

Keywords: Dentin-bonding agents; Composite resins; Photo curing machines.

INTRODUCAO

Em estudo classico (1), realizado em
macacos da espécie rhesus, afirmou-se que
procedimentos restauradores que elevaram a
temperatura dental acima de 5,5°C desenvolveram
um quadro inflamatoérioirreversivel no 6rgao pulpar,
induzindo a necrose de 15% dos dentes avaliados.

O trauma térmico pode ser induzido
durante a polimeriza¢io da resina composta pela
rea¢do exotérmica do material (2, 3) e por
aparelhos fotopolimerizadores (4, 5), devido a
altaintensidade da luz emitida por esses aparelhos
por meio do esmalte e da dentina (2), o tempo de
irradiagao do material restaurador (2, 6), a
distancia da ponta ativa dos aparelhos até a
resina composta e a polpa dental (7) e o modelo
do fotopolimerizador utilizado (8).

Os aparelhos fotopolimerizadores mais
comuns (9) utilizam uma lampada halégena
constituida por um filamento de tungsténio, o qual é
envolto por um bulbo de quartzo e por um gas inerte
(10). Essa lampada emite luz de amplo espectro, por
meio da incandescéncia deste filamento (9),
alcangando a irradiacdo infravermelha que produz
calor (9, 11). O calor produzido pode aumentar a
temperatura intrapulpar e, além disso, é desnecessario
ao processo de polimerizagdo da resina composta.

Por isso, esses aparelhos utilizam filtros para que
apenas a luz com comprimento de onda de 400 a 500
nm seja transmitida (9, 11, 12) para a ativacao da
canforoquinona que é o fotoiniciador comumente
encontrado nas resinas compostas (2, 13) e para
reduzir o aquecimento (14) transferido do aparelho
fotopolimerizador para o dente, evitando possiveis
injarias ao 6rgao pulpar (15).

Os aparelhos a base de LEDs (diodos
emissores deluz),ao contrario daslampadas halégenas,
convertemaenergia elétricaemluz por semicondutores
solidos, produzindo aquecimento minimo (12, 16).
Esses aparelhos apresentam muitas vantagens, dentre
elas: ndo emitem radiacdo infravermelha para resina
composta e para o dente (9), pouco calor ¢ produzido
(12), reduzindo a possibilidade de degradacao dos
componentes internos ao longo do tempo e nio
necessitam de filtros devido ao estreito espectro de
comprimento de onda emitido, que coincide com a
regido de absor¢ao da canforoquinona (17).

Segundo Kurachi etal. (12), os primeiros
aparelhos a base de LEDs apresentavam a
desvantagem de emitirem intensidades de luz
muito baixas, variando entre 80 e 300 mW /cm?
(18), resultando em menor eficiéncia de fotopoli-
merizagao (19, 20).

Pereira et al. (20) definiram que a
intensidade de luz dos aparelhos fotopolime-
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rizadores deveria alcancar um valor minimo de 400
mW/cm?, o suficiente para polimerizar incrementos
de 2 mm de espessura de resina composta durante
40 segundos, evitando, dessa forma, o aquecimento
excessivo do dente (12, 21), do material restaurador
e fornecendo a resina composta propriedades
mecanicas ideais (22). Para substituir os aparelhos
a base de LEDs de 1* geracdo e permitir a efetiva
polimerizacio das restauracoes de resinas
compostas, houve aumento da intensidade de luz
desses aparelhos. Hoje, os aparelhos a base de
LEDs de 2* e 3" geracoes alcancam valores de
intensidade de luz acima de 1000 mW/cm? (23).

O aumento da intensidade de luz resulta
em maior grau de conversio, maior profundidade
de polimerizacao (12, 20) e maior microdureza
superficial da resina composta. Por outro lado,
apresenta desvantagens, como: maior contragao
de polimerizacio da resina composta e maior
elevagio da temperatura pela luz emitida (24)
tanto no material restaurador como na polpa
dental (4). E desconhecida a magnitude do efeito
da alta intensidade de luz emitida sobre a polpa
dental (25), principalmente quando esses
aparelhos siao utilizados para polimerizar
pequenas espessuras de material restaurador,
como sistemas adesivos e quando sao utilizados
para a polimerizacao de materiais restauradores
em cavidades profundas onde existe uma fina
espessura de dentina remanescente com aumento
da area de superficie tubular (23).

O primeiro objetivo desta pesquisa foi
comparar a eleva¢io de temperatura produzida por
um aparelho fotopolimerizador delampadahal6gena
e 3 aparelhos a base de LEDs, observando ainda o
efeito de um incremento de resina composta nessa
variacdo de calor. O segundo objetivo foi testar a
hipétese que um aparelho fotopolimerizador com
alta intensidade de luz resultaria significativamente
em maior eleva¢io de temperatura que um aparelho
com baixa intensidade de luz.

MATERIAL E METODO
Especificagdo dos aparelhos fotopolimerizadores

Para a realizacdo do experimento, foram
utilizados um aparelho fotopolimerizador de
lampada hal6gena Optilux 401 (Demetron) e trés
aparelhos a base de LEDs, LEDemetron I (Kerr),
Bluephase (Ivoclar Vivadent) e Elipar Freelight
(3M ESPE) (Tabela 1).

A potencia dos aparelhos fotopolime-
rizadores foi determinada com um Power Meter Ophir
(Ophiroptics). A intensidade de luz de cada aparelho
foi obtida pela razao entre a poténcia e a area da ponta
ativa (Tabela 1) de cada aparelho fotopolimerizador
(26). A intensidade de luz foi determinada porque
essa propriedade pode interferir significativamente na
elevaciao de temperatura produzida pelos aparelhos
fotopolimerizadores (3, 26, 27).

TABELA 1 - Especificagoes dos aparelhos fotopolimerizadores

Apatelhos/ Optilux 401/ LEDemetronI/ Bluephase HPO/  Elipar Freelight/
Fabricante Demetron Kerr IvoclarVivadent 3MESPE
Sistemade Luz Lampada Halégena LED LED LED
Poténcia 550 494 535 137
Didmetroda 10,46 10,96 7,92 8,24
Ponta Ativa (mm)

Area daPonta 1,03 0,94 0,49 0,53
Ativa (cm?)

Intensidade de 533 523 1084 257

Luz (mW/cm?)

Intervalo de 400-515 424-503 430-490 427-492
Comprimento

de Onda (nm)

Picode 494 452 452 450
Comprimento

de Onda (nm)
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Especificagdes dos materiais restauradores

Os materiais selecionados para esta
pesquisa foram: o adesivo Adper™ Scotch-
bond™Multi-Purpose (3M ESPE) e a resina

composta de nanoparticulas Filtek™Z350 (3M
ESPE), cor A2, contendo canforoquinona como
fotoiniciador, segundo informagdes do fabricante.
Detalhes da resina composta podem ser
observados no Quadro 1.

QUADRO 1 - Material restaurador utilizado nesta pesquisa

Resina Lote Mattiz Cor | Tamanho Tempode Particulas
Composta/ Otgianica dasparticulas | polimerizagio decarga
Fabricante de carga recomendado
pelo fabricante
Filtek™Z350/ | (3M ESPE)/ | BisGMA A2 | Silica20 nm 20 segundos 59,5% em
(3M ESPE) GFT BisEMA Zirconia/ Silica volume 78,5%
UDMA 0,6 21,4 um em peso
TEGDMA

Discos de dentina

Foram obtidos 40 discos de dentina
humana com 0,5 mm de espessura, a partir de 20
dentes terceiros molares extraidos com indicacio
ortodontica e doados pelos proprios pacientes
mediante um termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE), o qual foi submetido ao
COEP (Comité de FEtica e Pesquisa da
Universidade Estadual Ponta de Grossa), que
aprovou o protocolo de pesquisa 06026/06 por

meio do parecer numero 03/2007.
Analise da elevagio de temperatura

Acelevacgao de temperatura produzida pelos
4 aparelhos fotopolimerizadores foi registrada com
o auxilio de um termopar tipo-K conectado a um
termometro digital OMEGAETTE (HH 306 Data
Logger) (11, 21, 25, 26) com precisio de 0,1°C.

Confeccionou-se uma base de polimero
com um orificio central que serviu como guia
para o termopar tipo-K (3, 8, 14).

A base de polimero também serviu como
suporte dos discos de dentina e como suporte
para uma matriz cilindrica de poliamida (nailon)
que apresentava uma perfuragiao central (4 mm
de diametro e 2 mm de altura) (24, 25, 20).

A matriz de poliamida (ndilon) foi
posicionada sobre o disco de dentina, onde foi
inserido um incremento de 2 mm da resina
composta selecionada.

Os discos de dentina tiveram o proposito
de simular o remanescente dentinario de uma
cavidade profunda e préoxima a polpa dental. A
temperatura ambiente inicial foi estabilizada em
21°C £ 1°C antes do inicio dos registros de
elevacio de temperatura, obtendo-se, dessa
forma, uma padronizacio da temperatura em
todo o experimento.

Foram realizados 3 registros de elevacao
de temperatura com auxilio do termopar tipo-K.
Um registro foi obtido durante a polimeriza¢ao
do sistema adesivo aplicado no disco de dentina
e outros dois foram registrados durante a
polimerizagao do incremento da resina composta,
como descrito abaixo.

Os discos de dentina utilizados no
experimento foram previamente submetidos a
profilaxia com pedra-pomes e dgua com escova
Robson em baixa rota¢ao. Em seguida, procedeu-se
o condicionamento com acido fosférico 37%
Etchant Scotchbond (3M ESPE) por 15 segundos.
Os discos foram lavados durante 30 segundos,
secos com bolinha de algodao autoclavada, seguido
da aplica¢do de uma camada de primer Adper™
Scotchbond™Multi-Purpose (3M ESPE) e¢ uma
camada de sistema adesivo Adper™ Scotchbond™
Multi-Purpose (3M ESPE) aplicados com
microaplicadores descartaveis (Microbrush).

Cada disco de dentina foi apoiado sobre
a base de polimero em contato direto com o
termopar tipo-K e realizada a primeira
fotoativacdo durante 20 segundos e ao final da
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fotoativacdo foi registrado o maior valor (pico)
obtido pelo termometro digital, conforme
ilustracao na Figura 1.

FIGURA 1 - Suporte universal onde foi posicionada a
base de polimero. Essa base de polimero
serviu de guia para um termopar tipo-K e
apoio para os discos de dentina preparados
com sistema adesivo e para uma matriz
de nailon. Na matriz de nailon foiinserido
um incremento de 2 mm de resina com-
posta. A distincia da ponta ativa do
aparelho fotopolimerizador foi padroni-
zada em 2 mm

Apbs a realizacdo do registro da elevagao
de temperatura do aparelho fotopolimerizador na
dentina preparada com sistema adesivo, a matriz
de nailon foi apoiada sobre o disco de dentina. A
resina composta selecionada foi inserida na matriz
em incremento Gnico de 2 mm com uma espatula
Thompson n® 6 (Prisma) e posicionada uma tira de
poliéster sobre o incremento.

As amostras de resina composta foram
fotoativadas durante 40 segundos e ao final da

fotoativacdo foi registrado o maior valor (pico)
obtido pelo termometro digital. O maior valor
obtido durante a polimeriza¢ao da resina composta
foi registrado (x) e subtraiu-se este valor, do
valor da temperatura inicial que foi estabilizada
em 21°C £ 1°C, obtendo-se assim a elevacao da
temperatura ocorrida durante a polimeriza¢ao da
resina composta (Y).

Apds 1 minuto da polimerizagdo da resina
composta, foi realizado o segundo registro da
elevagdo da temperatura. A resina composta foi
novamente irradiada por um periodo de 40
segundos e registrou-se novamente o maior valor
(pico) de elevagao de temperatura. Esse segundo
registro teve a finalidade de obter o valor da
rea¢do exotérmica das resinas compostas
separadamente do valor de elevacido da
temperatura produzida pelos aparelhos
fotopolimerizadores (3, 24, 26). Esses registros
foram repetidos cinco vezes para 0s quatro
aparelhos avaliados.

Anialise estatistica

Os resultados de elevacio da
temperatura foram obtidos pela média dos valores
registrados. Esses valores foram submetidos 2
analise de variancia ANOVA 1 critério aplicado
para os fatores aparelho fotopolimerizador e
sistema adesivo; aparelho fotopolimerizador e
resina composta. Para a comparacido entre as
médias, foi utilizado o pds-teste de Bonferroni,
com 5% de significancia. O teste de Shapiro Wilk
foi realizado para determinar a normalidade dos
grupos de elevacdo de temperatura no sistema
adesivo e na resina composta. A estatistica foi
realizada com o programa GraphPad Prism versao
4.00 para Windows, GraphPad Software, San
Diego California USA, www.graphpad.com.

RESULTADOS

Elevagido de temperatura registrada
no disco de dentina preparado
com sistema adesivo

A analise descritiva dos dados obtidos
com o termopar tipo-K (Figura 1) durante a
pesquisa de elevagiao de temperatura dos aparelhos
fotopolimerizadores estio demonstrados na
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Figura 2. O teste ANOVA 1 critério demonstrou
que o fator aparelho fotopolimerizador
(p<0,0001) teve influéncia estatisticamente
significante na elevacdo de temperatura. Devido
a alta intensidade de luz (Tabela 1), o aparelho
Bluephase (Ivoclar Vivadent) registrou
estatisticamente os maiotres valores de elevacido
de temperatura, quando comparado com os outros
aparelhos a base de LEDs, ndo sendo diferente
estatisticamente do aparelho delampada hal6gena
Optilux 401 (Demetron).

20+

154

104

Temperatura °C

oP LED BLU ELI
Aparelhos Fotopolimerizadores

FIGURA 2 - Média e desvio-padrio da elevacio da
temperatura durante a polimeriza¢io do
sistema adesivo Adper™Scotchbond™
Multi-Purpose (3M ESPE) utilizando os
aparelhos fotopolimerizadores: OP
(Optilux 401); LED (LEDemetronI); BLU
(BluePhase); ELI (Elipar Freelight).
Diferencas significativas entre os aparelhos
fotopolimerizadores (p<0,0001). (*)
p<0,001 “versus” todos; (**) p<0,01
“versus” BLU

Elevagiao de temperatura
registrada durante a polimerizagao
da resina composta

A andlise descritiva dos dados obtidos
com o termopar tipo-K (Figura 1) durante a
pesquisade elevacao de temperatura dos aparelhos
fotopolimerizadores estio demonstrados na
Figura 3. O teste ANOVA 1 critério demonstrou
que o fator aparelho fotopolimerizador

(p<0,0031) teve influéncia estatisticamente
significante na elevagiao de temperatura. Devido
a baixa intensidade de luz (Tabela 1), o aparelho
Elipar Freelight (3M ESPE) registrou
estatisticamente o menot valor de elevacao de
temperatura, quando comparado aos demais
aparelhos testados.

B

Temperatura °C
-

oP LED BLU ELI

Aparelhos Fotopolimerizadores

FIGURA 3 - Média e¢ desvio-padrio da elevacio da
temperatura durante a polimerizagio da
resina composta Filtek™Z350 (3M ESPE)
utilizando os aparelhos fotopolimerizadores:
OP (Optilux 401); LED (LEDemetron I);
BLU (Blue-Phase); ELI (Elipar Freelight).
Diferencas significativas entre os aparelhos
fotopolimerizadores (p<0,0001). (*)
p<0,001 “versus” todos

Elevagido de temperatura registrada
durante a polimerizagido do sistema
adesivo e da resina composta

Os valores obtidos durante o experi-
mento de elevagdo de temperatura durante a
polimerizacao do sistema adesivo e da resina
composta foram submetidos ao teste-# student.
Pode-se verificar que independente do aparelho
utilizado, a fotopolimerizagao de um incremento
de resina composta contribui para a reducao
estatisticamente significante (p<0,0001) da
elevagdo de temperatura produzida pelos
aparelhos fotopolimerizadores, como observado
na Figura 4.
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FIGURA 4 - Média e desvio-padrio da elevagido da
temperatura durante a polimerizacdo do sistema
adesivo AdperOScotchbond O Multi-Purpose
(BMESPE) utilizando os aparelhos fotopolimeri-
zadores: OP (Optilux 401); LED (LEDemetron
I); BLU (BluePhase); ELI (Elipar Freelight).
Diferencgas significativas entre os registros de
elevacio de temperatura no sistema adesivo e na
resina composta (<0,0001)

Reagdo exotérmica da resina composta

Os valores da reacio exotérmica da resina
composta foram obtidos pela subtracio do 1° e 2°
registros na resina composta. Esses valores foram
submetidos ao teste-#student, e apds a aplicagao do teste
nio se verificou diferenca estatistica entre o 1° e 2°
registros de elevacao de temperatura (p=0,4950), isto ¢,
a reacdao exotérmica da resina composta nao foi fator
determinante da elevacio de temperatura registrada.
Esses registros estdo expressos na Figura 5.

Reacao Exotérmica
7.5 -
@)
[=]
«
E’ 5.0
g
[P]
o
g 2.5
[F]
=
0.0 r

T T2

FIGURA 5 - Médiaedesvio-padrio dareacdo exotérmica durante
a polimerizacio da resina composta Filtek™7Z.350
(3M ESPE). Diferencas nio significativas entre o
primeiro registro de temperatura e o segundo registro
de temperatura (p=0,4950)

DISCUSSAO

O aumento da intensidade de luz
resulta em maior grau de conversio, maior
profundidade de polimerizacao (12, 20) e
maior microdureza superficial da resina
composta. Porém, o aumento da intensidade
de luz da unidade de fotopolimerizacio
apresenta desvantagens, como: maior
contracao de polimerizacio da resina
composta e maior elevagao da temperatura
pela luz emitida (24) tanto no material
restaurador como na polpa dental (4).

E desconhecida a magnitude do
efeito que a alta intensidade de luz emitida
pelos aparelhos fotopolimerizadores pode
causar para a polpa dental (25).

Principalmente quando esses
aparelhos sio utilizados para polimerizar
pequenas espessuras de material restaurador,
como ¢ o caso de sistemas adesivos e quando
sao utilizados para a polimerizagio de
materiais restauradores em cavidades
profundas onde existe uma fina espessura
de dentina remanescente com aumento da
area de superficie tubular (23).

Esse risco aumenta quando esses
aparelhos sio utilizados por um periodo
prolongado de fotoativag¢dao (6, 23).
Relatou-se que elevagoes de temperatura
acima de 5,5°C causam danos pulpares
irreversiveis (1).

Os aparelhos fotopolimerizadores
abase de LEDs apresentam vantagens sobre
os aparelhos de lampada halégena (7, 16,
28) e uma das principais vantagens ¢ a
menor producao de calor.

Neste trabalho, foram registrados
valores de elevagao de temperatura de 7,2°C
para o aparelho Elipar Freelight 3M ESPE),
15,3°C para o aparelho LEDemetron 1
(Kerr), 16°C para o aparelho Optilux 401
(Demetron) e 18,5°C para o aparelho
Bluephase (Ivoclar Vivadent) durante a
polimeriza¢ao do sistema adesivo, como
apresentado na Figura 2.

Durante a polimerizacio do
incremento de resina composta, foram
registrados valores de elevacio de
temperaturade 3,1°C para o aparelho Elipar
Freelight (3M ESPE), 5,7°C para os
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aparelhos LEDementron I (Kerr) e Bluephase
(Ivoclar Vivadent) e 6,2°C para o aparelho Optilux
401 (Demetron), como apresentado na Figura 3.

Esses valores foram obtidos utilizando
um disco de dentina de 0,5 mm de espessura com
objetivo de simular a dentina remanescente.
Também utilizaram discos de dentina com o
mesmo objetivo (5,25, 26). Este disco foiinserido
entre um termopar tipo-K e incrementos de resina
composta. Esse disco de dentina ndo representa
exatamente a realidade clinica e, além disso,
pode haver um significativo aumento na elevagao
de temperatura se comparado com cavidades
realizadas na propria estrutura dental (25).

A condutividade térmica da dentina, a
circulacio do fluido dentinario e a circulacao
sanguinea pulpar sdo fatores que contribuem para
a reducdo da temperatura (6). Porém o objetivo
desse trabalho, como no trabalho de Vandewale et
al. (28), foi verificar a elevacdo de temperatura
produzida pelos aparelhos fotopolimerizadores e
ndo a elevagdo de temperatura produzida pelos
aparelhos fotopolimerizadores dentro da camara
pulpar, mesmo porque essa pesquisa foi realizada
in vitro, e qualquer situacao 7z vitro jamais
representaria uma situagao zz vivo.

Mesmo que os resultados desse trabalho
nao correspondam exatamente a realidade clinica,
os valores encontrados sio de extrema importancia,
pois demonstraram as altas temperaturas alcangadas
pelos aparelhos fotopolimerizadores e
conseqientemente o cuidado e aten¢ao que se deve
ter quando sao utilizados aparelhos fotopolimeri-
zadores com alta intensidade de luz em cavidades
profundas, com aumento da area tubular (3), onde
ha necessidade da fotopolimeriza¢io do sistema
adesivo (6, 23, 3).

O real valor da temperatura critica para
a polpa dental ¢ controverso, mas os autores
concluiram que a temperatura na polpa dental
deve ser mantida baixa durante a polimerizaciao
de resinas compostas para diminuir o risco de
dano pulpar (8).

Como é observado na Tabela 1, o
aparelho Bluephase (Ivoclar Vivadent) com maior
intensidade de luz (1084 mW/cm?), quando
comparado aos outros aparelhos fotopolimeri-
zadores avaliados, produziu os maiores valores
de temperatura (18,5°C) durante a polimerizacao
do sistema adesivo, como ¢ apresentado na Figura
2, ¢ 5,7°C na resina composta Filtek™Z350 (3M

EPSE), como ¢ apresentado na Figura 3. Esses
resultados concordam com trabalhos (7, 14) que
afirmam que quanto maior a intensidade de luz
nos aparelhos a base de LEDs, maior a elevacao
de temperatura produzida por esses aparelhos.

Por outro lado, o aparelho Elipar
Freelight (3M ESPE) com menor intensidade de
luz (257 mW/cm?) obteve os menores valores de
elevacao de temperatura, alcancando (7,2°C)
durante a polimeriza¢io do sistema adesivo e
3,1°C na resina composta Filtek™Z350 (3M
EPSE) como apresentado nas Figuras 2 e 3.

Os aparelhos a base de LEDs foram
lan¢ados com o principal objetivo de emitirem
luz fria, mas nessa pesquisa foi confirmado que
esses aparelhos, quando apresentam alta
intensidade de luz, também produzem uma alta
elevacdo de temperatura, perdendo a principal
vantagem de nao emitirem calor. Essa afirmagao
¢ concorde com outras pesquisas (8, 7).

Como apresentado na Tabela 1 o aparelho
de lampada hal6gena Optilux 401 (Demetron),
com intensidade de luz de 661 mW/cm?
apresentou valores de elevacao de temperatura de
16°C durante a polimerizac¢io do sistema adesivo
(Figura 2) e 6,2°C na resina composta
Filtek™Z350 (3M ESPE) conforme apresenta a
Figura 3. Esses resultados foram semelhantes aos
do aparelho a base de LED Bluephase (Ivoclar
Vivadent), o qual apresentou praticamente o dobro
da intensidade de luz. Esses altos valores de
elevagao de temperatura encontrados para o
aparelho Optilux 401 (Demetron) foram atribuidos
ao fato de que o aparelho é composto por uma
lampada halégena, a qual apresenta um filamento
de tungsténio que, conectado a um circuito elétrico,
torna-se incandescente (7), emitindo um amplo
espectro deirradiacdo, com comprimentos de onda
infravermelhos, gerando muito calor.

O incremento de 2 mm de espessura de
resina composta reduziu significativamente a
elevacio da temperatura em todos os aparelhos
fotopolimerizadores avaliados, como apresentado
na Figura 4. Essa reducido na elevacio de
temperatura também foi relatada por alguns autores
que afirmaram que a resina composta foi um fator
primordial no controle da elevagio da temperatura
independente do fotopolimerizador utilizado (24).

A reagao exotérmica da resina composta
nao influenciou significativamente a elevacao
da temperatura durante a polimerizac¢ao da resina

Rev. Clin. Pesq. Odontol. 2007 jan/abr;3(1):11-20



Aparelhos fotopolimerizadores 19

composta e esses resultados podem ser
observados na Figura 5, onde nao houve diferenca
estatistica entre o primeiro e o segundo registro
de elevagio de temperatura na resina composta.
A reducio da elevagao da temperatura pode ser
atribufda a dispersiao da intensidade de luz por
meio do incremento de resina composta (23) e
ao fato de a resina apresentar baixa
condutividade térmica, podendo funcionar como
isolante térmico (206). Os valores de elevacao de
temperatura registrados nessa pesquisa
concordaram com alguns trabalhos (24, 28),
onde esses pesquisadores atribuiram que o
principal fator de eleva¢io de temperatura foi a
capacidade de absor¢io do calor gerado pelo
aparelho fotopolimerizador por parte da resina
composta e que a rea¢io exotérmica foi um fator
secundario na elevag¢io de temperatura.

CONCLUSAO

A partir dos resultados obtidos, foi
possivel concluir que:

a) os aparelhos a base de LEDs
LEDemetron 1 (Kerr) e Bluephase
(Ivoclar Vivadent) apresentaram
elevacio da temperatura tio alta
quanto o aparelho de lampada
halégena Optilux 401 (Demetron);

b) a reacdo exotérmica da resina
composta nao afetou significativa-
mente a elevagdo da temperatura
durante a sua polimerizacao;

¢) oincrementoderesinacompostareduziu
significativamente a elevacdo de
temperatura causada pela luz emitida
pelos aparelhos fotopolimetizadores;

d) devido a baixa intensidade de luz
(Tabela 1), o aparelho Elipar Freelight
(BM ESPE) registrou estatisticamente
o menor valor de elevacio de
temperatura, quando comparado com
os demais aparelhos testados.
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